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As ligas dos sistemas Al-Si, Al-Cu e Al-Si-Cu apresentam importancia significativa na inddstria
de fundi¢do devido as suas excelentes propriedades, como baixo ponto de fusdo e alta fluidez.
Estas tém grande aplicagdo em diferentes setores da engenharia, como a industria do
transporte automotivo e da aviagdo. A andlise térmica das curvas de resfriamento medidas
durante a solidificacao destas ligas pode ser utilizada para o correto controle do processo de
solidificacdo e a formagdo da macroestrutura de graos. O objetivo do presente trabalho é
validar experimentalmente o processo de solidificacdo Scheil-Gulliver, modelo no qual
assume-se que nao hd difusdo nas fases sélidas durante o crescimento das fases e que o
equilibrio sé é observado na regido de interface entre sélido e liquido, através da comparacao
direta de curvas de andlise térmica com o modelo termodinamico computacional obtido pelo
software ThermoCalc. Através da plataforma Arduino, o trabalho também visa desenvolver
um sistema de baixo custo de aquisicdo de dados térmicos provenientes de termopares, de
forma a compara-lo com os resultados obtidos de um sistema ja previamente testado. A
andlise térmica das curvas de taxa de resfriamento e modelos termodinamicos
computacionais foram aplicadas para determinar os instantes de inicio e final de solidificacao
e a evolucdo da fracdo de sélido com o tempo de solidificagdo em um sistema fora das
condi¢des de equilibrio termodinamico. O sistema de aquisicao de dados foi construido a
partir da placa Arduino UNO, junto a termopares do tipo K e ao mdédulo MAX6675 que
digitalizou os sinais proveniente dos termopares, e este foi utilizado na construgao da curva
da taxa de resfriamento. A placa fez comunicacdo com o computador através de uma interface
serial com conexdao USB que registrou os pontos de temperaturas em funcdo do tempo dos
diferentes termopares para a construcdo das curvas. Como resultado, o sistema de aquisicdo
de dados desenvolvido através da placa Arduino se demonstrou eficaz e com uma baixa taxa
de erro, no qual os dados de sua curva de resfriamento mostraram grandes semelhancas a
simulacdo computacional na situacdo de equilibrio, assim contribuindo para o estudo dessas
importantes ligas, fornecendo literatura para um melhor controle do processo de
solidificacdo, refletindo numa aplicacdo mais aprimorada na industria.
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